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以下資料由創王光電股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：創王光電股份有限公司 (股票代號：6724)

	輔導推薦證券商
	福邦證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司

華南永昌綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	福邦證券股份有限公司／洪偉峻  (02)2383-6817

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購創王光電股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦

	
	福邦證券股份有限公司
	富邦綜合證券股份有限公司
	華南永昌綜合證券股份有限公司

	認購日期
	107/12/7
	107/12/25

	認購股數（股）
	1,078,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.53%
	0.23%
	0.23%

	認購價格
	20元/股


	認購價格之訂定

依據及方式
	創王光電股份有限公司(以下簡稱創王公司)主係從事主要從事光場顯示及上下游產業鏈相關技術服務及授權。目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。

(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。

(3)收益法則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。

以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本推薦證券商僅就股價淨値比法作為評估基準。

本次興櫃認購價格訂定係依照一般市場承銷價格訂定模式，參考股價淨值比法，作為創王公司提出股份由推薦證券商認購之參考價格訂定依據。創王公司主要從事光場顯示及上下游產業鏈相關技術服務及授權等業務，並自107年度上半年度開始產生相關技術授權收入，考量未來創王公司智慧財產權技術授權及服務模式，故彙總上市、上櫃及興櫃公司中相同營運模式之同業，力旺(3529)、晶心科(6533)，M31(6643)及上市/上櫃光電類股最近三個月之平均股價淨值比如下：
單位：倍
月份

公司

107年8月

107年9月

107年10 月

最近三個月平均

力旺(3529)
13.54
12.50
10.52
12.19 
晶心科(6533)
4.51
3.62
2.85
3.66 
M31(6643)

11.68
11.31
11.64
11.54 
光電類-上櫃

1.41
1.30
1.03
1.25
光電類-上市

1.38
1.18
1.05
1.20
資料來源：財團法人證券櫃檯買賣中心、臺灣證券交易所股份有限公司及台灣經濟新報
同業及上市櫃光電類股最近三個月平均股價淨值比約1.03~13.54倍，排除極端值後約在3.62~4.51倍，以創王公司107年上半年度之每股淨值5.03元為基礎計算，價格區間約為18.21~22.69元。經參酌創王公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量總體經濟環境因素及興櫃巿場流動性不足之風險後，本推薦輔導證券商與創王公司共同議定之每股認購價格為20元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司簡介
創王光電股份有限公司(以下簡稱創王公司)為一家專注於前瞻技術領域研發的高科技公司，公司致力於開發顛覆性創新技術和推動產業鏈轉型，以重智財、輕資產模式打造知識經濟。創王公司主要以專注科技創新、串鏈及推動產業鏈轉型三大核心模式經營，專注科技創新係建立自主研發中心，以破壞性創新突破技術邊界；串鏈則為以開放合作模式串接相關公司及產業鏈之內部資源及產業需求；同時致力打造產業鏈轉型，推動合作夥伴成為行業領導者。
二、歷史沿革

105年6月

創王公司於臺北市成立，為閉鎖型公司，實收資本額新台幣13,000仟元，主要營業項目為運用薄膜知識研發光場相關零組件、技術研發及其相關技術授權、服務與合作開發等。
105年7月
三折柔性產品點亮。
105年9月
現金增資新台幣57,000仟元，實收資本額新台幣70,000仟元。
105年12月
遷址至新竹縣。
105年12月
實現知識經濟，為國內一光電業提供5.5吋Active-matrix organic light-emitting diode(主動矩陣有機發光二極體，簡稱AMOLED）技術服務。

106年1月

與國內一研究機構合作，共同推動⎾高效能TFT電路技術⏌領域的研發成果加值運用。
106年1月

與晶宏半導體股份有限公司合資成立ULTRA DISPLAY (CAYMAN)CO.,LTD.轉投資超炫科技股份有限公司)開發AMOLED驅動IC，並與超炫科技股份有限公司簽訂技術授權合約。
106年2月
與台灣長瀨、崇碁科技、矽碁科技等成立⎾中華柔性未來科技產業促進協會⏌。
106年4月
現金增資新台幣276,000仟元，實收資本額新台幣346,000仟元。
106年8月
提供美國知名大廠有關TFT面板優化技術之服務。
106年9月
超高解析度面板，自主專利驅動電路驗證完成。
106年9月
研發中心成立，運用薄膜知識專注光場相關技術研發。
106年11月
2.17吋、約4,800萬畫素、2,228 ppi (pixel per inch，每吋的像素量，簡稱PPI)之高密度OLED面板單色點亮。
106年11月
提供美國知名大廠有關TFT面板失效分析之服務。
107年1月

2.17吋、約4,800萬畫素、2,228 ppi之高密度OLED面板雙色點亮。
107年3月
超炫科技股份有限公司(與晶宏半導體股份有限公司合資，本公司持股30%，並技術授權之轉投資公司)，OLED驅動IC研發完成。
107年4月

2.17吋、約4,800萬畫素、2,228 ppi之高密度OLED面板三色點亮。
107年5月

參加SID展，發表三折柔性產品與約4,800萬像素、2,228 ppi之高密度OLED面板。
107年5月

超炫科技股份有限公司(與晶宏半導體股份有限公司合資，本公司持股30%，並技術授權之轉投資公司)，OLED驅動IC驗證完成。
107年8月

參加SIGGRAPH展，發表4,800萬像素、2,228 ppi之高密度OLED面板。

107年8月

全整合觸控顯示螢幕開發完成。
107年9月

超低漏電率元件平坦化技術開發完成。
107年10月

2.17吋、約4,800萬畫素、2,228 ppi之高密度AMOLED三色顯示螢幕開發完成。
107年11月

光感應器技術開發成功。
107年12月

經證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行
三、經營理念

創王公司以「覓、拓、煉、粹、鑄、締」為核心理念。創王發想創新機會及尋找空白市場需求面，以廣、深、結的方法探究想法的可行性，並尋找不對稱的地方驅動破壞性創新，再以市場典範轉移實現創王公司的想法，最後與夥伴合作共贏。
四、未來展望
本公司研發策略係從薄膜知識出發，涵蓋顯示器背板和前板薄膜關鍵技術，以及整個產業鏈關鍵技術，包括材料、設備、驅動IC等，以連結知識與技術為目標，朝顯示技術超高像素密度和真柔性發展，實現沈浸式光場顯示及可摺疊式顯示及周邊相關技術的開發。茲將未來研發計畫敘述如下：
開發項目

服務內容

超高像素密度技術UHPD (Ultra High Pixel Density)
目前已研發完成2,228 ppi 超高像素密度顯示面板，可應用於擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）與虛擬實境（Virtual reality，簡稱VR）裝置，在娛樂、遊戲、軍事、教育與醫療等多個領域有相當發展潛力。本公司以不同於傳統的顯示技術，憑藉特殊的設計、製程、材料與設備等，持續研究開發光場顯示相關技術，短期朝高密度、無網格(Grid)與沉浸式體驗等目標發展，未來更將整合光學系統等多個領域，發展光場顯示，並計畫與穿戴式產品、精準醫療及醫療器材等相關領域廠商合作，提升產品附加價值和公司競爭力，期望成為光場顯示領域的領先者。
智慧感測與IC SPIC (Smart Pixel + IC)
本公司已與晶宏半導體股份有限公司合資成立ULTRA DISPLAY (CAYMAN)CO.,LTD.(以下簡稱ULTRA DISPLAY)，並由ULTRA DISPLAY 轉投資超炫科技股份有限公司(以下簡稱超炫科技)，致力於AMOLED驅動IC的開發。另在觸控感測器與IC、指紋辨識感測器與IC及超高像素密度及柔性顯示關鍵材料開發，並以策略合作模式，實現相關技術。



                                                                          


	主要業務項目：

本公司主要研發項目為光場顯示及上下游產業鏈相關技術等，透過此等技術支援所屬產業鏈公司，並產生技術服務、技術授權或輔導其轉型、合作開發等收入。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
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	產品名稱
	產品圖示及介紹
	重要用途
或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	超高像素密度技術UHPD (Ultra High Pixel Density)
	[image: image4.png]



UHPD為創王自主開發技術，為在玻璃基板上開發的RGB OLED技術，可消除AR、VR及MR等產品等網格，為5G巨量資訊的實現。
	XR裝置
	0
(註)
	0.00%

	其他
	以在顯示器領域豐富經驗和相關知識，，為客戶提供專業之解決方案及問題分析知識。
	─
	1,466
	100.00%

	合     計
	1,466
	100.00%


註：該公司係於107年上半年度開始產生AMOLED之技術服務收入，並陸續與相關對象洽談中。
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	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	102年
	103年
	104年
	105年

(註2)
	106年

(註2)
	107年截至 10月份止(自結數) (註3)

	營業收入
	(註1)
	2,549
	1,466
	3,000

	營業毛利
	
	2,549
	1,466
	1,150

	毛利率(%)
	
	100.00%
	100.00%
	38.33%

	營業外收入
	
	9
	93
	22

	營業外支出
	
	─
	(9,096)
	(10,357)

	稅前損益
	
	(21,201)
	(88,154)
	(116,690)

	稅後損益
	
	(21,201)
	(88,154)
	(116,690)

	每股盈餘（元）
	
	(4.79)
	(3.15)
	(2.74)(註4)

	股利發放
	現金股利(元)
	
	─
	─
	─

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	
	─
	─
	─

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	
	─
	─
	─


註1：該公司於105年6月30日設立，故無以前年度之金額。
註2：105年~106年之財務資料係依據國際會計準則編製之合併財務報表填列，並經會計師查核簽證。

註3：107年截至10月份之財務資料係該公司自結數，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
註4：係以該公司目前實收資本額426,000仟元為估算基礎。
	最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	102年
	103年
	104年
	105年

(註2)
	106年

(註2)

	流動資產
	(註1)
	98,974
	126,485

	基金及長期投資
	
	0
	23,306

	固定資產
	
	1,092
	14,733

	無形資產
	
	0
	1,494

	其他資產
	
	1,421
	84,255

	資產總額
	
	101,487
	250,273

	流動

負債
	分 配 前
	
	7,688
	9,726

	
	分 配 後
	
	7,688
	9,726

	長期負債
	
	0
	0

	其他負債
	
	0
	0

	負債

總額
	分 配 前
	
	7,688
	9,726

	
	分 配 後
	
	7,688
	9,726

	股本
	
	115,000(註3)
	346,000

	資本公積
	
	0
	0

	保留

盈餘
	分 配 前
	
	(21,201)
	(109,355)

	
	分 配 後
	
	(21,201)
	(109,355)

	其他權益
	
	0
	3,902

	累積換算調整數
	
	0
	0

	股東權益總額
	分 配 前
	
	93,799
	240,547

	
	分 配 後
	
	93,799
	240,547


註1：該公司於105年6月30日設立，故無以前年度之金額。
註2：105年~106年之財務資料係依據國際會計準則編製之合併財務報表填列，並經會計師查核簽證。
註3：係含股本70,000仟元及預收股本45,000仟元。
                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	104年
	105年
	106年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	(註1)
	100.00%
	100.00%

	
	流動比率(%)
	
	1,287.38%
	1,300.48%

	
	應收帳款天數(天)
	
	─
	─

	
	存貨週轉天數(天)
	
	─
	─

	
	負債比率(%)
	
	7.58%
	3.89%


註1：該公司於105年6月30日設立，故無以前年度之金額。



投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!
公司概況資料表
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